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WS FLUX EN PASTA

Caracteristicas

© Excelente humectacion

© Amplia ventana de proceso
© Residuos féciles de limpiar

© Larga vida al abrirse

DESCRIPCION [ Parametro [ Tiempo [Temperatura |

Vida Util sellada | 6 meses | Temperatura ambiente

El Flux en Pasta WS de AIM es un flux adhesivo/de retrabajo Vida dtil sellada | 1 afio Refrigerada a 4-12°C
lavable con agua, disefiado para el retoque o retrabajo general de

placas de circuitos impresos, y para la fijacion de esferas a paquetes WS Flux en Pasta tiene una vida Gtil sellada de seis (6) meses
BGA (ball grid array). El flux en pasta WS ofrece una alta actividad si se almacena a temperatura ambiente y de un afio si se
y es compatible con todas las aleaciones de estafio-plomo y sin  refrigera. No almacene flux en pasta nuevo y usado en el mismo
plomo, y puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones. El recipiente.

flux en pasta WS se puede dispensar, transferir por inmersion/pin o

imprimir por esténcil. WS esta disponible en jeringas de 10 cc y 30 SEGURIDAD
cc.

APLICACION Utilicese con ventilacién adecuada y equipo de proteccion

Cuando se utiliza en retrabajos, la aplicacion debe limitarse ~ Personal apropiado. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad

Unicamente a la zona que se estd trabajando. Se recomienda la aNdjur:jta parr]a cu_alql’uer |nt{or(n?0|or}_espeC|flca de ?mer?em'a'
aplicacion mediante aguja dosificadora. 0 deseche ningln material peligroso en recipientes no

aprobados.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA

WS Flux en pasta debe limpiarse con agua normal del grifo. Se
recomienda agua desionizada para el 0Gltimo lavado. Una
temperatura de 38°C - 60°C (100°F - 150°F) es suficiente para
eliminar los residuos. Se recomienda un sistema de limpieza en linea
u otro sistema de presurizacion.

RESUMEN DE LOS DATOS DE PRUEBA

IPC Flux Clasificacion J-STD-004 ORM1

Espejo de Cobre J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32 Mediano

Cualitativa Haluros, Cromato de Plata J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33 Haluros presentes
Resistencia de aislamiento superficial J-STD-004 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.3 PASA
50.76-56.61 mg KOH por gramo flux

Determinacion del indice de acidez J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13 Tipica
Visual J-STD-004B 3.4.2.5 Café obscuro
Viscosidad Consistencia similar al gel

*All information for reference only. Not to be used as incoming product specifications or for process design. Consult Certificate of Analysis for product specific information.
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